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１．概要（Summary） 

現在、MEMS チップを製作しているが、MEMS チップ

は繊細なチップであり製作中に壊れることがある。今回通

常ダイシングではチップの削り破片がチップを汚たり傷つ

けてしまっていたため東大のステルスダイシングを使用し

てみた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
ステルスダイサー 

 

【実験方法】 
4 インチウェハで製作した MEMS チップを東大VDEC

のステルスダイサーにてダイシングを行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

ステルスダイサーでダイシングを実施したところチップの

削り破片が発生しないため、MEMS を傷つけることがな

かった。ただし、ステルスダイシングは、切断したチップの

間に隙間がないため、切断後のチップの切り離し作業が

重要である。 
当初、ステルスダイシング後に手でチップ同士を離して

いたが、ダイシングテープの伸縮でチップ同士がぶつか

ってしまい、チップ端にチッピングが出来てしまった。 
そこで、 ステルスダイシング後のチップの切り離しに 
エキスパンダーを使用したところ、5 mm 角のチップは綺

麗に切り離す事が出来たが、エキスパンダーを使用しても

3 mm 角や 25 mm 角のチップは綺麗に切り離す事が出

来なかった。他のサイズについては、エキスパンダーの昇

降速度や上げる高さなど条件を振って適正な設定を調査

する。 

 

  
Fig. 1 Comparison photograph with the microscope. 

 
４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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